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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに離れて設けられた第１バスバーおよび第２バスバーと、
　前記第１バスバーと前記第２バスバーとに渡って設けられ、前記第１バスバーおよび前
記第２バスバーを介して電流が供給される半導体と、
　前記半導体に対向して設けられ、前記半導体を制御する制御基板と、
　前記半導体と前記制御基板との間に設けられ、前記第１バスバーおよび前記第２バスバ
ーの何れか一方に接続された放熱板と
　を備え、
　前記放熱板は、前記半導体の側面に対向する側板を有している電力変換装置。
【請求項２】
　前記放熱板は、前記半導体を支持する爪部を有している請求項１に記載の電力変換装置
。
【請求項３】
　前記放熱板は、前記半導体の天面を覆う天板を有し、
　前記天板は、前記半導体の天面に当たる当て部を含んでいる請求項１または請求項２に
記載の電力変換装置。
【請求項４】
　前記放熱板は、放熱フィンを有している請求項１から請求項３までの何れか一項に記載
の電力変換装置。
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【請求項５】
　前記放熱板には、貫通孔が形成されており、
　前記放熱フィンは、前記貫通孔を通過した流体が前記放熱フィンに当たるように配置さ
れている請求項４に記載の電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体と半導体を制御する制御基板とを備えた電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、互いに離れて設けられた第１バスバーおよび第２バスバーと、第１バスバーおよ
び第２バスバーを介して電流が供給される半導体と、半導体を制御する制御基板とを備え
た電力変換装置が知られている。半導体は、第１バスバーと第２バスバーとに渡って設け
られている。制御基板は、半導体に対向して設けられている（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－５３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、半導体に発生した熱は、半導体から輻射によって制御基板に伝わる。こ
れにより、制御基板の温度が上昇してしまうという課題があった。
【０００５】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、半
導体に発生した熱が制御基板に伝わることを抑制することができる電力変換装置を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る電力変換装置は、互いに離れて設けられた第１バスバーおよび第２バス
バーと、第１バスバーと第２バスバーとに渡って設けられ、第１バスバーおよび第２バス
バーを介して電流が供給される半導体と、半導体に対向して設けられ、半導体を制御する
制御基板と、半導体と制御基板との間に設けられ、第１バスバーおよび第２バスバーの何
れか一方に接続された放熱板とを備え、放熱板は、半導体の側面に対向する側板を有して
いる。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係る電力変換装置によれば、半導体と制御基板との間に設けられた放熱板が
、第１バスバーおよび第２バスバーの何れか一方に接続されている。これにより、半導体
に発生した熱が制御基板に伝わることを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係る電力変換装置を示す構成図である。
【図２】図１の放熱板を示す斜視図である。
【図３】図２の放熱板を示す底面図である。
【図４】図１の半導体および放熱板を示す斜視図である。
【図５】図１の半導体および放熱板を示す底面図である。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ線に沿った矢視断面図である。
【図７】この発明の実施の形態２に係る電力変換装置の放熱板を示す斜視図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係る電力変換装置を示す構成図である。電力変換装
置は、筐体１と、筐体１に支持された放熱体２と、放熱体２を介して筐体１に支持された
第１バスバー３および第２バスバー４とを備えている。また、電力変換装置は、第１バス
バー３および第２バスバー４に渡って設けられた半導体５と、半導体５に対向して設けら
れた制御基板６と、半導体５と制御基板６との間に設けられた放熱板７Ａとを備えている
。
【００１０】
　筐体１の内部には、放熱体２、第１バスバー３、第２バスバー４、半導体５、制御基板
６および放熱板７Ａが収容されている。なお、図１では、筐体１における底板部のみを示
している。
【００１１】
　放熱体２は、第１バスバー３と第２バスバー４とに渡って設けられている。なお、放熱
体２は、第１バスバー３を支持する部分と、第２バスバー４を支持する部分とに分割され
た構成であってもよい。
【００１２】
　第１バスバー３および第２バスバー４は、筐体１の底板部に沿って互いに離れて配置さ
れている。第１バスバー３および第２バスバー４のそれぞれは、銅から構成されている。
なお、第１バスバー３および第２バスバー４のそれぞれは、銅に限らず、電気伝導体から
構成されていればよい。第１バスバー３および第２バスバー４は、電力変換装置における
電流経路の一部を構成する。
【００１３】
　半導体５には、第１バスバー３および第２バスバー４を介して、電流が供給される。半
導体５のアノードは、第１バスバー３に電気的に接続されている。第１バスバー３には、
直流電流が流れる。半導体５のカソードは、第２バスバー４に電気的に接続されている。
【００１４】
　制御基板６は、筐体１に支持されている。制御基板６は、半導体５の天面５１に対向す
るように配置されている。半導体５の天面５１とは、半導体５における第１バスバー３お
よび第２バスバー４に対向する面とは反対側の面である。制御基板６は、半導体５を制御
する。
【００１５】
　放熱板７Ａは、半導体５に取り付けられている。放熱板７Ａは、第２バスバー４に接続
されている。放熱板７Ａは、半導体５に発生した熱が半導体５から輻射によって制御基板
６に伝わることを抑制する。放熱板７Ａは、アルミニウムから構成されている。なお、放
熱板７Ａは、アルミニウムに限らず、例えば、銅、鉄などの金属から構成されてもよい。
放熱板７Ａは、熱伝導性の高い材料から構成されていればよい。放熱板７Ａとして、鉄が
用いられた場合には、半導体５と半導体５の周囲に配置される部品との間における互いの
ノイズの影響が低減される。これにより、半導体５の周囲には、例えば、磁性体から構成
された部品を配置することができる。
【００１６】
　半導体５に発生した熱は、放熱板７Ａに伝わる。半導体５から放熱板７Ａへの熱の伝達
としては、伝導、輻射および対流が挙げられる。半導体５から放熱板７Ａに伝わった熱は
、第２バスバー４、放熱体２、筐体１の順に伝わる。筐体１に伝わった熱は、輻射によっ
て筐体１の内部および外部に伝わる。これにより、放熱板７Ａの温度上昇が抑制される。
放熱板７Ａは、深絞り加工方法を用いて平板から製造される。
【００１７】
　図２は、図１の放熱板７Ａを示す斜視図である。図３は、図２の放熱板７Ａを示す底面
図である。放熱板７Ａは、半導体５の天面５１に対向する天板７１と、半導体５の側面に
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対向する側板７２と、半導体５を支持する複数の爪部７３とを有している。側板７２は、
半導体５における３つの側面に対向している。この例では、爪部７３の数は、３個となっ
ている。
【００１８】
　天板７１に対して垂直な方向に視た場合に、側板７２は、Ｕ字形状に形成されている。
側板７２は、３個の板部から構成されている。側板７２は、第１側板部７２１、第２側板
部７２２および第３側板部７２３を含んでいる。第１側板部７２１および第３側板部７２
３は、互いに対向して配置されている。第２側板部７２２は、第１側板部７２１と第３側
板部７２３との間に渡って配置されている。第１側板部７２１、第２側板部７２２および
第３側板部７２３は、一体に形成されている。
【００１９】
　３個の爪部７３は、第１側板部７２１、第２側板部７２２および第３側板部７２３のそ
れぞれに１個ずつ配置されている。
【００２０】
　放熱板７Ａの表面は、めっき処理が施されている。これにより、放熱板７Ａが第２バス
バー４に半田を用いて実装された場合に、放熱板７Ａと第２バスバー４との間の接着力が
向上する。また、放熱板７Ａが第２バスバー４に半田を用いて実装された場合に、放熱板
７Ａの表面に安定的に半田のフィレットが形成される。放熱板７Ａの表面に施されるめっ
き処理に用いられるめっきの種類としては、例えば、Ｎｉ、Ａｕ、Ｔｉなどが挙げられる
。
【００２１】
　図４は、図１の半導体５および放熱板７Ａを示す斜視図である。図５は、図４の半導体
５および放熱板７Ａを示す底面図である。図６は、図４のＶＩ－ＶＩ線に沿った矢視断面
図である。天板７１は、半導体５の天面５１に面接触する当て部７１１を含んでいる。爪
部７３は、半導体５の底面５２に面接触している。
【００２２】
　当て部７１１が天面５１に当たり、爪部７３が底面５２に当たる。これにより、半導体
５が放熱板７Ａに対して、半導体５の高さ方向に移動することが規制される。また、当て
部７１１と天面５１との間に発生する摩擦力と、爪部７３と底面５２との間に発生する摩
擦力とによって、半導体５が放熱板７Ａに対して、半導体５の幅方向および奥行方向に移
動することが規制される。
【００２３】
　放熱板７Ａは、半導体５を覆っている。これにより、電力変換装置の故障によって半導
体５に大電流が流れた場合に、半導体５の周囲の部品への影響が低減される。
【００２４】
　半導体５に放熱板７Ａを取り付ける手順としては、まず、爪部７３が側板７２に沿って
延びた状態で、天面５１が天板７１に対向するとともに半導体５の側面が側板７２に対向
するように、放熱板７Ａの内側に半導体５を挿入する。その後、当て部７１１が天面５１
に面接触するとともに爪部７３が底面５２に面接触するように、爪部７３を折り曲げる。
これにより、半導体５が放熱板７Ａに取り付けられる。
【００２５】
　放熱板７Ａを第２バスバー４に実装する手順としては、まず、放熱板７Ａとともに半導
体５を第２バスバー４に載せる。その後、半田を用いて、放熱板７Ａおよび半導体５の両
方を第２バスバー４に対して同時に固定する。これにより、放熱板７Ａが第２バスバー４
に実装される。
【００２６】
　爪部７３の板厚を変更することによって、半導体５と第２バスバー４との間に設けられ
る半田の厚みが変更される。なお、第２バスバー４における半導体５に対向する面に凸部
を形成し、凸部の高さ方向の寸法を変更することによって、半導体５と第２バスバー４と
の間に設けられる半田の厚みが変更されてもよい。
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【００２７】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１に係る電力変換装置によれば、半導体５
と制御基板６との間に放熱板７Ａが設けられている。これにより、半導体５に発生した熱
が半導体５から輻射によって制御基板６に伝わることを抑制することができる。また、放
熱板７Ａが第２バスバー４に接続されている。これにより、半導体５から放熱板７Ａに伝
わった熱を第２バスバー４に伝えることができる。半導体５に発生した熱が半導体５から
輻射によって制御基板６に伝わることが抑制され、かつ、半導体５から放熱板７Ａに伝わ
った熱が第２バスバー４に伝わることによって、半導体５に発生した熱が制御基板６に伝
わることを抑制することができる。
【００２８】
　また、放熱板７Ａは、半導体５を支持する爪部７３を有している。これにより、放熱板
７Ａを第２バスバー４に実装すると同時に、半導体５を第２バスバー４に実装することが
できる。したがって、第２バスバー４への半導体５および放熱板７Ａの組付性を向上させ
ることができる。第２バスバー４への半導体５および放熱板７Ａの組付性が向上すること
によって、電力変換装置の組立工数を削減することができる。その結果、電力変換装置の
組立コストを低減させることができる。
【００２９】
　また、放熱板７Ａは、半導体５の天面５１を覆う天板７１を有し、天板７１は、半導体
５の天面５１に当たる当て部７１１を含んでいる。これにより、半田を介して半導体５と
第２バスバー４との間をより確実に接着することができる。半導体５と第２バスバー４と
の間が確実に接着されることによって、半導体５に発生した熱が第２バスバー４に伝導す
る効率を向上させることができる。その結果、半導体５の温度上昇を抑制することができ
る。また、半導体５と第２バスバー４との間が確実に接着されることによって、電力変換
装置の信頼性を向上させることができる。
【００３０】
　また、放熱板７Ａの当て部７１１が半導体５の天面５１に当たる。これにより、半導体
５に発生した熱が放熱板７Ａに伝わる。放熱板７Ａに伝わった熱は、第２バスバー４に伝
わる。その結果、半導体５に発生した熱が制御基板６に伝わることを抑制することができ
る。
【００３１】
　また、当て部７１１が天面５１に当たり、かつ、爪部７３が底面５２に当たる。これに
より、放熱板７Ａに対する半導体５の移動が規制される。その結果、放熱板７Ａを第２バ
スバー４に実装すると同時に、半導体５をより安定して第２バスバー４に実装することが
できる。
【００３２】
　実施の形態２．
　図７は、この発明の実施の形態２に係る電力変換装置の放熱板７Ｂを示す斜視図である
。放熱板７Ｂは、天板７１に設けられた複数の放熱フィン７４を有している。天板７１に
は、複数の貫通孔７５が形成されている。放熱フィン７４は、貫通孔７５を通過した流体
が放熱フィン７４に当たるように配置されている。言い換えれば、天板７１に対して垂直
な方向に視た場合に、放熱フィン７４の一部が貫通孔７５に対して重なるように、放熱フ
ィン７４が配置されている。貫通孔７５を通過する流体としては、例えば、空気が挙げら
れる。その他の構成は、実施の形態１と同様である。
【００３３】
　放熱フィン７４および貫通孔７５は、天板７１の一部を切り、切られた天板７１の一部
を折り曲げることによって形成される。言い換えれば、放熱フィン７４および貫通孔７５
は、天板７１の一部を切り起こすことによって形成される。放熱フィン７４は、天板７１
の上面に対して傾斜して配置されている。これにより、放熱フィン７４は、制御基板６に
対向しない。放熱フィン７４の向きは、電力変換装置の使用形態に応じて決められる。
【００３４】
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　放熱板７Ｂの製造方法は、任意である。放熱板７Ｂの製造方法としては、例えば、ダイ
カストを用いた製造方法が挙げられる。
【００３５】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２に係る電力変換装置によれば、放熱板７
Ｂは、天板７１に設けられた複数の放熱フィン７４を有している。これにより、放熱板７
Ｂの温度上昇を抑制することができる。放熱板７Ｂの温度上昇が抑制されることによって
、半導体５の温度上昇を抑制することができる。
【００３６】
　また、天板７１には、複数の貫通孔７５が形成されており、複数の放熱フィン７４は、
貫通孔７５を通過した流体が放熱フィン７４に当たるように配置されている。これにより
、放熱板７Ｂの温度上昇をより確実に抑制することができる。放熱板７Ｂの温度上昇がよ
り確実に抑制されることによって、半導体５の温度上昇をより確実に抑制することができ
る。
【００３７】
　なお、各上記実施の形態では、電力変換装置が１個の半導体５を備えた構成について説
明した。しかしながら、電力変換装置が複数個の半導体５を備えた構成であってもよい。
この場合、複数個の半導体５のそれぞれに対して、放熱板７Ａ、７Ｂが１個ずつ設けられ
る。
【００３８】
　また、各上記実施の形態では、放熱板７Ａ，７Ｂが第２バスバー４に接続される構成に
ついて説明した。しかしながら、放熱板７Ａ、７Ｂが第１バスバー３および第２バスバー
４の何れか一方に接続される構成であればよい。
【００３９】
　また、各上記実施の形態では、放熱板７Ａ、７Ｂが半導体５とともに第２バスバー４に
接続される構成について説明した。しかしながら、放熱板７Ａ、７Ｂが半導体５とは別々
に第２バスバー４に接続される構成であってもよい。
【００４０】
　また、上記実施の形態２では、放熱フィン７４が天板７１に設けられた構成について説
明した。しかしながら、放熱フィン７４が放熱板７Ｂの側板７２に設けられた構成であっ
てもよい。
【００４１】
　また、上記実施の形態２では、貫通孔７５が天板７１に形成された構成について説明し
た。しかしながら、貫通孔７５が放熱板７Ｂの側板７２に形成された構成であってもよい
。
【符号の説明】
【００４２】
　１　筐体、２　放熱体、３　第１バスバー、４　第２バスバー、５　半導体、６　制御
基板、７Ａ、７Ｂ　放熱板、５１　天面、５２　底面、７１　天板、７２　側板、７３　
爪部、７４　放熱フィン、７５　貫通孔、７１１　当て部、７２１　第１側板部、７２２
　第２側板部、７２３　第３側板部。
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